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全文摘要
在近期的研究中，行业专家深入探讨了功率半导体在汽车和人工智能（AIDC）领域的关键作用，以及当前市场的供需动态和技术进步。功率半导体正面临价格上涨的有利周期，主要由于产能限制和新需求的共同推动。报告系统地分为三部分：基础概念、行业分析和技术升级，特别强调了新能源汽车和AIDC对功率半导体的强劲需求。分析指出，尽管过去几年半导体行业经历价格下滑，但目前已进入供需逐步改善和产品结构调整的新阶段。材料方面，硅、碳化硅和氮化镓等技术的进展被重点关注。竞争格局显示，国际领先企业如英飞凌和安森美占据市场份额优势，而国内厂商如斯达半导和比亚迪电子等正快速提升其市场地位，展现出中国在功率半导体领域的增长机遇和潜力。

章节速览
00:00 功率半导体行业分析：汽车与AIDC需求增长
会议探讨了功率半导体的基础知识、行业供需及技术升级，并深入研究了汽车和AIDC领域的需求增长，指出功率半导体处于涨价周期，明年的业绩确定性和竞争格局良好，是投资的优质赛道。

02:52 半导体行业价格与产能趋势分析
对话分析了半导体行业价格从下行周期到边际好转的趋势，指出26年全球8英寸产能增速放缓，供需紧张导致价格上行。行业正从产能扩张转向供需改善和产品结构升级，建议短期关注价格修复，中长期看好智能汽车等新兴领域需求带来的正向贡献。

05:56 功率半导体行业趋势与材料创新
对话深入探讨了功率半导体的定义、功能及其分类，重点介绍了MOS和IGBT在中高端功率器件中的应用。分析了8英寸晶圆作为主流尺寸的现状及12英寸晶圆产能爬坡的挑战，同时讨论了碳化硅和氮化镓材料在高压、高频场景下的优势与市场渗透率提升。此外，还梳理了国内外头部企业的产能布局，揭示了行业向大尺寸晶圆和新材料转型的趋势。

11:16 功率器件行业扩产与价格趋势分析
功率器件行业在2023年至2025年间，头部厂商扩产计划较为克制，价格在23年至25年中期持续下行，影响企业利润。自25年下半年起，价格开始反转，与产能和需求增长相关。全球8英寸产能增速下降，但智能汽车、AIDC等下游应用需求爆发，形成剪刀差。2022年2月和7月，头部企业进行了两轮涨价，实际效果因长协订单存在滞后，预计四季度涨价对盈利的正向贡献将更明显。

15:23 功率半导体行业景气度与技术趋势分析
对话讨论了功率半导体行业在四季度的涨价预期，指出国际大厂如安森美已开始涨价，国内企业可能跟进。全球市场中，英飞凌领先，安森美和ST紧随其后，国内企业如比亚迪电子在功率模块领域表现突出。国产替代在中低端领域已实现，但中高端领域仍需提升。AIDC领域对功率半导体需求激增，尤其是800伏高压应用，推动氮化镓和碳化硅器件渗透率提升。数据中心功率提升对器件要求更高，800伏HVDC技术迭代将带来损耗减少和效率提升。

22:49 新能源汽车推动功率半导体需求增长
新能源汽车的快速发展带动了汽车电子功能的增加，特别是功率芯片和功率器件的需求显著提升。汽车电子器件，尤其是车规级芯片，需通过严格的安全性和环境适应性认证，验证周期长，全生命周期管理复杂。功率半导体在智能汽车中的应用广泛，每辆车使用数量大幅增加，价值量也显著提升，尤其在新能源车型的三电系统中，IGBT等器件的使用量大增。

25:39 汽车电子供应链与功率器件市场趋势分析
对话深入探讨了汽车电子供应链的现状与挑战，指出头部企业占据主导地位，国内厂商正逐步提升竞争力。随着新能源汽车对800伏需求的增加，碳化硅等功率器件的应用与需求显著提升，行业整体呈现增长态势。头部企业如施朗威、杨杰等展现出强劲业绩，建议关注IDM模式和碳化硅领域的企业，行业未来景气度可期。

发言总结
发言人1
他对西部证券研究所的客户进行了一场关于汽车芯片系列的深入报告，主题为E功率半导体汽车加AIDC对行业供需关系的影响，以及涨价潮的分析。报告首先强调了会议内容不构成投资建议，提醒参会者自行承担投资风险。随后，发言人详细介绍了功率半导体的基础知识、行业供需状况、技术升级，以及在汽车和AIDC等下游领域的应用前景。发言人指出，功率半导体行业正在经历从产能扩张到价格下行的阶段转向供需改善和价格修复的阶段，尤其在8英寸产能增速放缓的背景下，预计2026年价格将上涨。报告还涉及了硅基、碳化硅和氮化镓等不同材料的应用情况，以及国产替代和技术创新的机会。在汽车应用方面，强调了新能源汽车对功率半导体的需求增长以及车规级芯片的挑战和机遇。最后，发言人推荐了关注头部企业，如施朗威、杨杰、华润微等，以捕捉行业增长机会。报告涵盖了汽车芯片研究的多个方面，为投资人提供了深入的行业洞察和投资建议。

问答回顾
发言人1 问：在汽车电子上游的汽车芯片研究中，你们发现功率半导体处于怎样的市场阶段？
发言人1 答：我们研究发现，目前功率半导体行业处于涨价景气周期中，预计明年从业绩确定性和竞争格局来看，将是一个很好的投资赛道。

发言人1 问：这份关于功率半导体的报告主要包括哪些部分的内容？
发言人1 答：报告分为三个部分：第一部分是对功率半导体的基础知识进行梳理，如定义、功能和分类等；第二部分从行业供需、产能以及技术升级等方面进行深入分析；第三部分针对汽车和AIDC两个下游景气赛道进行了细致研究。

发言人1 问：近几年功率半导体行业的价格走势如何？对于未来功率半导体行业发展趋势的判断是什么？
发言人1 答：近几年，由于行业产能扩张较快，功率半导体价格经历了下行周期。从2023年开始，随着全球8英寸成熟制程产能增速放缓，供需关系逐渐紧张，价格开始上行。我们判断工业半导体行业正由产能扩张导致价格下行阶段转向供需改善、价格修复以及产品结构升级带来的盈利提升阶段。同时，传统硅基材料如MOS和IGBT仍占据主流应用，而碳化硅和氮化镓因高压高频需求加速渗透。

发言人1 问：功率器件的晶圆尺寸趋势是怎样的？
发言人1 答：目前，8英寸是功率器件主力晶圆尺寸，但随着追求降本和产能有效利用，12英寸晶圆已进入产能爬坡和释放阶段，尽管良率是需要考虑的重要问题。

发言人1 问：碳化硅和氮化镓在功率半导体领域的应用情况如何？
发言人1 答：碳化硅方面，尽管主力晶圆尺寸逐渐从6英寸向8英寸过渡，但国内企业在8英寸良率尚未达到理想水平。碳化硅因其低导通损耗和耐高温优势，在高压高功率密度场景如新能源汽车三电控制器及光伏储能等领域渗透率快速提升。而氮化镓目前主要应用于消费电子领域的快充等中低压高频场景，渗透率还不高。

发言人1 问：从25年到28年，国内外头部的功率器件厂商有哪些扩产规划？
发言人1 答：整体来看，这些头部功率器件厂商对扩产规划较为克制，不像前几年行业需求好的时候上场速度很快。现在由于经历过上一轮周期的起伏，本次扩产规划较为谨慎，基本采取走一步看一步的策略，并未进行大规模扩张。

发言人1 问：过去几年价格走势如何，为何今年有所变化？
发言人1 答：从23年到25年中，价格一直在下行，导致行业头部企业的利润承压。但在25年下半年至今年，价格进入了一个上行周期，这与产能及需求的变化有关。全球8英寸产能增速下降，而下游应用如智能汽车、AIDC等出现爆发式增长，需求增加使得供需关系改善，形成剪刀差效应。

发言人1 问：今年涨价的情况是如何？
发言人1 答：今年有两次涨价，第一次是2月份至5月份，国内外头部企业提出8%至15%的涨价；第二次是在7月份，这些企业集中涨价。由于客户与厂商在涨价前已签订锁价和长协订单，因此实际交货价格可能仍沿用旧价，涨价效应在三季度开始逐渐体现在企业的盈利增长上，并预计四季度涨价带来的盈利增长将更加明显。

发言人1 问：四季度是否会再次出现涨价情况？
发言人1 答：根据产业端调研，四季度应该还会有新一轮涨价，海外企业如安森美已经提前涨了一轮价，国内企业也可能跟进涨价。因此，整个行业的景气度相对确定。

发言人1 问：目前全球和国内功率半导体市场的竞争格局如何？
发言人1 答：全球市场中，英飞尼领先优势显著，占据约17.3%的份额，紧随其后的是安森美和ST等公司。在国内市场，主要竞争对手是石兰威和比亚迪电子，尤其在功率模块领域出货量较大。目前，国产功率半导体已在中低端领域实现大规模国产替代，但在高端领域如高端MOSFET和IGBT等方面仍需进口补充，工业验证机会有限。

发言人1 问：对于特定领域的功率半导体需求分析如何？
发言人1 答：在AIDC（人工智能数据中心）领域，随着智算中心的发展，对功率半导体的需求激增。单台服务器上的功率半导体价值量已超过200美元，且随着800伏高压技术的应用，碳化硅器件和氮化镓器件数量大幅增长，提高了数据中心机架的功率并降低了损耗。800伏HVDC的优势在于提高电压以减少电流和热损，其渗透率将随着技术迭代和数据中心建设的推进而逐步提高。

发言人1 问：汽车领域中新能源汽车的渗透率如何，对功率芯片的需求有何影响？新能源汽车高电压平台对功率器件需求的影响以及成本变化趋势？
发言人1 答：近年来，尤其是国内市场，新能源汽车的渗透率提升非常快，今年基本达到70%。随着新能源电动汽车功能越来越多样，对上游功率芯片和器件的需求也会随之增加。由于汽车对器件的安全性和环境适应性要求较高，车规级芯片需要通过AEC-Q认证，而涉及功能安全的芯片还需满足相关标准，这导致验证周期较长。此外，汽车应用设计寿命通常在15年以上，远高于其他行业，因此对芯片全生命周期的验证和管理要求不同。随着新能源汽车向800伏平台发展，单车功率器件需求量在增加，可能会从IGBT升级到碳化硅。这不仅提升了对功率器件的整体需求，还使得包括充电桩、无线充电在内的基建领域也对功率器件有所依赖。目前，相比传统IGBT，碳化硅器件单价大约高出1.3倍，但随着800伏渗透率持续提升，碳化硅的价格有望下降，整车成本也将有所优势。

发言人1 问：国内上市公司在功率器件领域的表现及未来展望如何？
发言人1 答：从半年报来看，大部分国内上市公司在功率器件领域表现相对不错，业绩增长明显，如新洁能、扬杰等企业预告Q3业绩加速，预计四季度景气度会更好。行业头部企业的竞争优势明显，建议重点关注施耐德、华润微、捷微电等IDM企业，以及新能集成（部分采用IDM模式）和专注于碳化硅、氮化镓等材料的公司，如时代电气、英诺赛科、田悦等。

发言人1 问：在汽车应用场景中，功率半导体的使用情况是怎样的？
发言人1 答：功率半导体在汽车上的应用场景广泛，每辆车可能使用100到180个MOS管，新能源车型尤其是三电部分会大量使用IGBT等器件。相比传统汽车，智能汽车中功率半导体的数量和价值量有大幅提升。

发言人1 问：汽车电子供应链的竞争格局如何，以及国内功率器件在车上的渗透率问题？
发言人1 答：汽车电子供应链主要由头部企业如博世、恩智浦等占据主导地位，它们与上游供应商有绑定关系，新厂商进入汽车领域存在一定难度。不过，随着国内厂商能力提升和国产品牌汽车渗透率的提高，国内功率器件厂商有机会进入汽车领域。同时，新能源汽车对快充和续航要求推动800伏技术普及，将带动功率器件需求量的增长。

